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Ticket d'acces sans contact et son precede de fabrication 

5 Demaine technique 

La presente invention concerne les acces A des zones 
controlees dans lesquelles il est fai t usage d' un support 
d'acces sans contact dans la zone controlee, et concerne en 
particulier un ticket sans contact jet able et son precede 

10 de fabrication. 

Etat de la technique 

Les supports d'acces A des zones a acces controle 
telles que les reseaux de transport public comme la RATP ou 

15 la SNCF utilisent de plus en plus la technique di te « sans 
contact » par opposition aux supports classiques avec 
contact.· Ces derniers doivent en effet etre inseres dans un 
lecteur pour realiser· le contact permettant de controler la 
validite du support. Avec le temps, il y a encrassement des 

20 · balais. du lecteur qui entraine souvent une absence de 
contact obligeant alors l' usager a s' y reprendre plusieurs 
fois et done une perte de temps non negligeable. 

L'echange d'informations entre un support sans contact 
et le lecteur s' effectue de maniere generale par couplage 

25 electromagnetique a distance entre une premiere 'antenne 
logee dans le support sans contact et une deuxieme antenne 
situee dans le lecteur. Le support est muni par ailleurs, 
d'un module electronique comportant la premiere antenne 
connectee a une pastille semi-conductrice· ou puce qui 

30 contient, entre autres, une partie radio-frequence (RF), 
une memoire dans laquelle sent stockees les informations a 
fournir au lecteur et les fonctions logiques necessaires 
pour elaborer les informations a emettre et trai ter les 
informations recues. 
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Il existe en fait deux groupes d' usagers d' un reseau 

de transport, les usagers permanents et les usagers 

occasionnels. Pour le premier groupe, la carte a puce sans 

contact au format ISO est la solution la plus adaptee dans 

la me sure OU le pr ix de revient de la carte reparti sur la 

totalite des .voyages eff ectues sur une longue periode 

restera toujours f aible pour l'usager. Mais le pr ix de 

revient de la carte devient exorbitant par rapport au cout 

du voyage pour le deuxieme groupe compose d' us agers 

10 occasionnels qui seraient dans l' obligation . d' acheter une 

carte pour un seul voyage. 

Expose de 1'invention 

C'est pourquoi un des buts de !'invention est de 

15 fournir un support d' acces a une zone a acces controle 

telle qu'un reseau de transport public sous forme d'un 

ticket jetable, largement biodegradable, tres peu couteux 

mais possedant les memes fonctionnalites qu'une carte 

d'acces sans contact malgre les dimensions reduites. 

20 Un deuxieme but de !'invention est de realiser un 

procede de fabrication d'un ticket d'acces sans contact 

jetable possedant les memes fonctionnalites qu' une carte 

d'acces sans contact malgre les dimensions reduites. 

L' obj et de l' invention est done un ticket permettant 

25 d'obtenir l'acces a une zone a acces controle lorsqu'il est 

presente sans contact devant un lecteur d'acces a la zone, 

un tel ticket etant de format Edmonson et comprenant un 

corps de ticket en papier recouvert sur ses deux faces d'un 

revetement de protection. Le corps de ticket en papier 

30 dispose d' un evidement traversant dans lequel se trouve un 

module electronique comprenant un circuit integre et une 

antenne, cette derniere etant formee d' au moins une spire 

obtenue par impression a l' encre serigraphique de poudre 
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d'argent dans une composition polymerisable 

durcissement par traitement thermique. 

avant 

Un autre objet de !'invention est un procede de 
. fabrication de tickets sans contact con~istant a preparer 

5 une laize ou multibande en papier d'une largeur 
correspondant a plusieurs largeurs de ticket, faire des 
evidements traversant la laize destines a recevoir les 
modules electroniques des tickets, fendre la laize en 
plusieurs bandes simples correspondant chacune a une bobine 

10 de tickets, et placer consecutivernent· de chaque cla 
premiere couche de revetement de protection puis la 
deuxieme couche de revetement de protection apres avoir 
place les modules electroniques dans les evidements. 

Selon une caracteristique de l' invention, une coiffe 
15 ayant la meme epaisseur que le circuit integre et 

comportant un- evidement traversant -a l' endroit du circuit 
integre est placee sur le module electronique, et le module 
electronique recouvert de la coiffe est !amine a chaud · de 
maniere a reduire la resistance de l'antenne 

20 

25 

Description breve des figures 

Les buts, obj ets et autres caracteristiques de 
!'invention apparaitront plus clairement a la lecture de la 
description detaillee qui suit en reference aux des sins 
joints dans lesquels . . 

la figure 1 represente la face imprimee d'un ticket 
d'acces a un reseau de transport public selon !'invention, 

la figure 2 represente schernatiquernent une vue en 
perspective d'un ticket d'acces selon !'invention, 

30 la figure 3 represente le module electronique, 
incorpore dans le ticket d'acces selon !'invention, 

la figure 4 represente le module electronique vu en 
perspective lorsque la coiffe est ihstallee sur ledit 
module. 
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la figure 5 represente s.chematiquement l'etape de 
formation de la mul tibaride de corps de ticket conformement 
au precede selon ;l 1 invention, et 

la figure 6 represente schematiquement 
formation d'une bande de tickets munie des 

l'etape 

bandes 
revetement de protection selon le precede de !'invention. 

Description detaillee de l'invention 

de 

de 

Un ticket d'acces 10 a une zone a acces controle telle 
10 que le reseau de metro RATP est illustre sur · la· figure 1. 

Il comporte un cqips de ticket 12 de format Edmonson 67mm x 
30mm et un module electronique 14 comportant les moyens 
electroniques neces$aires pour qu'un usager qui presente le 
ticket devant le lecteur adequat puisse obtenir l' acces · au· 

15 reseau, par exemp1e l' ouverture d' un portillon a· ouverture 
automatique. Le recto du corps de ticket 12 coinporte des 
informations imprimees· telles que des graphismes, logos 

· (RATP), informations alphanumeriques, codes barre, etc. 
Le corps de ticket represente en perspective sur la 

20 figure 2 est forme d' une couche centrale en papier d' line· 
epaisseur d' environ O, Smm et de deux fines c·ouches de 
revetement ou 0Verlays recto verso 18 et 20 en papier ou en 
matiere plastique telle que du polyester ou du chlorure de 
polyvinyle d'une epaisseur comprise entre 0,03mm et 0,05rnm. 

25 L' epaisseur totale du corps de ticket est generalement 
comprise entre 0,560rnm et 0,640mm ou mains. 

Le module electronique 14 qui se trouve dans un 
evidement traversant du corps de ticket est place en 
sandwich entre l~s deux·couches de revetement de protection 

30 18 et 20. 

Ce module electronique illustre sur la figure 3 
comprend principalement un support en papier ou en matiere 
plastique d' une epaisseur comprise entre o, 08mm et O, 15mm 
sur lequel se trouvent un circuit integre ou puce 22 et une 

35 antenne 24. Le circuit integre a pour fonction de traiter 
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le signal elect~€ifi\agnetique d' une fre:~tiknce de 13, 56 MHz 
transmis par le lecteur de ticket et recu au moyen de 
l'antenne 24, et de transmettre les informations 
emmagasinees dans le circuit integre 22 et destinees a 

s commander l'acces a la zone a acces controle en modulant un 
signal electromagnetique a 847 KHz utilise co:mme porteuse. 

L'antenne 24 se presente sous forme d'une spirale 
carree de 19mm de cote et comportant au moins une spire et 
de preference entre 6 et 10 spires, les spires pouvant etre 

10 de forme carree ou circulaire, et a ses deux extremi tes 
connectees au circuit integre 22 au moyen des connexions 26 
et 28. On doit noter que l'inductance de l'antenne 24 a une 
valeur telle qu' elle forme un circuit resonnant avec le 
condensateur d'entree du circuit integre 

15 La fabrication de 1' antenne constitue ·une 
caracteristique importante de l' invention puisqu' elle 
contribue a fournir un ticket de moindre cout. Cette 
fabrication qui fai t appel a la technique de l' impression 
serigraphique consiste a . imprimer les spires de l' antenne 

20 sur un substrat electriquement isolant servant de support 
d' antenne, de preference en papier mais qui pourrait etre 
en matiere plastique comme on vient de le voir, a l' aide 
d' une encre constituee de poudre d' argent finement di vise 
dans une composition polymerisable et un sol vant. Apres 

25 sechage et traitement thermique on obtient la spirale 
conductrice representee sur la figure 3 formee d'argent 
dans un compose polymerise. Puis on imprime une couche 
d'encre dielectrique 25 perpendiculairement aux spires. 
Apres trai tement thermique de cette encre, on imprime une 

30 bande conductrice 27 qui est reliee a l'.extremite 29 de 
l' antenne et a la borne de connexion 28 qui sert a assurer 
la liaison electrique avec le circuit integre, l'autre 
connexion etant realisee a !'aide de la borne 26. On doit 
noter que la largeur du conducteur formant l'antenne 24, la 
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distance entre les spires et le nombre de tours def inissent 

la valeur de !'inductance de l'antenne. · 
'. 

Les antennes peuvent etre fabriquees en serie en 

utilisant une bande de support d'antenne et en effectuant 

s les operations d'impression de l'antenne·decrites ci-dessus 

de fac;:on repetiti~e. Puis on installe une puce au centre de 

chaque antenne · de la fac;:on i1lustree sur la figure 3, la 

connexion de la puce aux extremites de l'antenne etant 

effectuee de preference a l' aide d' une· colle condti.ctrice 

10 mais pouvant bien sur etre realisee par soudage. On peut 

alors proceder au decoupage des modules electroniques. 

Cependant, une operation importante est realisee dans 

le cadre de la .presente invention de preference avant le 

decoupage du module electronique. Si on se refere a la 

15 figure 4, chaque module electronique 14 comprend un support 

15 sur lequel a ete serigraphiee une antenne 24 et sur 

lequel a ete installe un circuit integre ou puce 22. Alers 

que l' epaisseur de l' antenne 24 est negligeable, il n' en 

est pas de meme pour la puce 22 qui presente une · certaine 

20 epaisseur. C' est pourquoi une coiffe 21, en papier ou en 

matiere plastique, est installee sur chaque module avant 

decoupage de la·~· bande ou apres decoupage. Cette coi ffe a 

une epaisseur legerement superieure a l' epaisseur de la 

puce et comporte un evidement traversant 23 ayant des 

25 dimensions legerement superieU:res a celles de la puce pour 

l' insertion de la puce dans l' evidement Ainsi, lorsque la 

coiffe est installee, le module a une epaisseur quasi 

Constante (sauf a l' endroit de la puce d' epaisseur 

legerement inferieure) evi tant ainsi une depression au tour 

30 de la puce lorsque la couche de revetement est installee, . 

Enf in, une operation essentielle dans le cadre de 

! '.invention est realisee. Il s' agi t d' une lamination a 
chaud qui permet d'ameliorer considerablement les 

caracteristiques de l' antenne. Il est en effet primordial 

35 de reduire le plus· possible la resistance de l' antenne de 
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maniere a ce qu' '1.rie intensi te la plus r:~~\k~riportante possible :-:····· 
•,.:·•;·· .. -

circule dans l' antenne de facon a obteriir la plus grande 
puissance d' emission possible a l' aide de l' inductance de 
l'antenne. Il a ete constate que cette reduction de 

s resistance est obtenue en appliquant une pression comprise 
entre 20 et 120 kg/cm 2 et principalement en appliquant une 
temperature qui est comprise de preference entre 80° et 
170°C, ce qui est realise par l' operation de lamination a 
chaud. 

10 Le precede de fabrication des tickets commence par la 
formation d' une laize ou multibande de corps de tickets 30 
comme illustre sur la figure 5. Pour ce faire, une bande de 
papier 32 d' epaisseur voulue et d' une largeur egale a 10 
largeurs de tickets (cette largeur pourrait etre 

15 differente) est devide d' une bobine 34 et passe dans une 
station de formation 36 ou la bande de papier 32 est 
poinconnee de fa<;on a former des trous debouchant sur les 
deux faces et destinees a recevoir les modules 
electroniques, puis imprimee recto verso si necessaire. La 

20 station 36 effectue egalement la fente de la laize 32 en 10 
bandes d'une largeur d'un ticket qui sent enroulees sur des 
bobines de tickets (non montrees). 

L'etape suivante illustree sur la figure 6 consiste a 
appliquer les couches de revetement de protection ou 

25 overlays. On se sert d'une bande 40 en papier ou en matiere 
plastique (polyester, chlorure de polyvinyle ou autre 
matiere plastique) comme def inie precedemment fournie a 
partir d'une bobine 42 et ayant une largeur double de celle 
des tickets de facon a pouvoir recouvrir le recto et le 

30 verso du corps de ticket. Cette bande 40 issue de la bobine 
42 est en fait formee de l' overlay comportant une couche 
d'adhesif et d'une couche mince de papier ~ilicone. 

La bande 40 passe ensuite dans une station de fente 44 
ou on precede a la fente du papier silicone de facon .a 

35 pouvoir retirer une bande de papier silicone 4 6 sur la 
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moitie de la bC!-nde 40 apres passage sur un rouleau 48. 

L'overlay dont ~~~k retire le papier silicone presente done 

une face adhesivee 50 alors que la partie de la bande 

adj acente 52 reste protegee par du papier silicone. Une 

s bande de corps de> tickets 54 fournie a partir d' une bobine 

56 est alors appliquee sur la face adhesivee 50. 

L' operation· . suivante consiste a positionner les 

modules electroniques tels qu'ils ont ete fabriques en 

reference a la figure 4 dans les evidements de la bande de 

10 corps de tickets. ··On doi t noter que le maintien du module 

dans son evidement est assure par la couche d' adhesif se 

trouvant sur la bande d' overlay 50. En outre, ·. le module 

electronique muni de sa coiffe est independant du reste du 

ticket et ne presente pas d'axe privilegie de 

15 posi tionnement. Il peut done etre place dans son evidemment 

de n' importe queJle facon, c' est a dire de·· 8 fac;:ons 

possibles. Cette' faculte est interessante dans la mesure oil 

elle n'exige pas de realiser un precede meticuleux de 

positionnement des mod,ules et done couteux. En· outre, la: 

20 fixation du module par collage n'est pas indispen~able. 

Enfin, la partie de l' overlay non decouverte 52 est 

rabattue sur la bande de corps de tickets 54 apres que le 

revetement de papier silicone a ete retire. 

On doit noter, que bien que le precede qui vient 

25 d'etre decri t soit utilise de preference, il est possible 

d'utiliser deux bandes separees comme couches de revetement 

de protection plutot qu'une seule bande que l'on replie sur 

la bande de tickets. En outre, on pourrait egalement 

utiliser un proc,de de collage des overlays sur le corps du 

30 ticket par lamination a chaud plutot que d' utiliser un 

collage par simple adhesif. 

Le ticket d'acces sans contact qui vient d'etre decrit 

ci-dessus presente plusieurs avantages significatifs. Tout 

d' abord, il presente · un faible cout de revient dans la 

35 mesure ou il fait. appel a un precede de fabrication peu 
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col1teux et utiliti'.t;{; des materiaux redui·§~fit considerablement 
son col1t comparat~vement a la carte sans contact alors 
qu' il presente les memes fonctionnalites que cette 
derniere. Ensuite, il est biodegradable puisqu'utilisant un 

5 support en papier et ceci est primordial puisqu' il s' agit 
d' un ticket jet able generalement apres la premiere 
utilisation. 
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REVENDICATIONS 

1. Ticket ( 10) · permettant d' obteriir l' ac·ces ·a une zone a 
acces controle lorsqu'il est presente sans contact 

devant un lecteur d'acces a la zone, ledit ticket etant 

de format Edmonson et comprenant un corps de ticket (12) · 

5 en papier recouvert sur ses deux faces d' un · revetement 

de protection (18, 20), ledit corps de ticket en papier 

disposant d'un evidement traversant dans lequel se 

trouve un module electronique (14) comprenant un circuit 

integre (22) et une antenne (24), ladite antenne etant 

10 formee d' au mains une spire obtenue par impression a 
l' encre serigraphique de poudre d' argent dans une 

composition polymerisable avant durcissement · par 

traitement thermique. 

15 2. Ticket selon la revendication 1, dans lequel ladite 

antenne (24) est formee d' un nombre de spires compris 

entre 6 et 10. · 

3. Ticket selon la revendication 2 ou 3, dans lequel ladite · 

20 antenne (24) est formee d' une ou plusieurs spires 

carrees. 

4. Ticket selon la revendication 1, 2, ou 3, dans lequel · 

ledi t module electronique ( 14) est compose d' un support · 

25 en papier {15) sur lequel l'antenne est obtenue par 

impression serigraphique et !edit circuit integre (22) 

est fixe entre les extremites de ladite antenne par 

soudage ou collage i !'aide d'une colle conductrice. 

30 5. Ticket selon la revendication 4, dans lequel ledit module 

electronique (14) comprend en outre une coiffe (21) 

comportant un evidement dans lequel se trouve ledit 

circuit integre {22) de sorte que ledit module a une 

I lllllll llllll lllll lllll II llll 
*' ':• c ' ' ll · ' 1 iii s * 



wooi/04834 .. ;·:•. 

11 

epaisseur consJ:~nte que ce; soit 
circuit integre (22) ou en dehors. 

PCT/FROO/Ol959 

a )·#;~emplacement ::-· ..... ···· dudit 

6. Procede de fabrication de ticket selon l' une des 
s revendications 1 a 5, caracterise en ce qu' il consiste 

a 

to 

IS 

a) preparer une laize (30) ou multibande en papier 
d'une largeur correspondant a plusieurs largeurs du 
ticket, 

b) faire des evidements traversant ladite laize 
destines a recevoir les modules electroniques desdi ts 
tickets, 

c) 
(54) 

(56) I 

dJ 
laize 

fendre ladite laize en plusieurs bandes simples 
correspondant chacune a une bobine de tickets 
et 
placer consecuti vement . de chaque cote de ladi te 
comportant lesdits evidements, la premiere couche 

de revetement de protection, puis la deuxieme couche de 
revetement de protection apres avoir place les modules 

20 electroniques dans lesdits evidements. 

25 

7. Procede selon la revendication 6, dans lequel ladite 
etape d) consiste a . . 

dl) preparer une premiere ban de de revetement de 
protection ( 50) comport ant un adhesif sur une face 
recouverte d'un papier silicone, 

d2) retirer ledit papier silicone (46) de fac;:on a 
decouvrir la face adhesivee, 

d3) caller ladite bande simple (54) correspondant a 
30 une bobine de tickets et disposant desdi ts evidements, 

sur ladite face adhesivee, 
d4) placer lesdits modules electroniques dans lesdits 

evidements, lesdits modules electroniques etant 
maintenus dans les evidements grace a .l'adhesif de 

35 ladite premiere couche de revetement de protection, et 

\ \11\11\ \\\I\\ Ill\\ \\1\1 l\ \llt * c L M. S * 
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d5) recouvrir ladite bande ·collee sur ladite premiere 

couche de revetement de protection d'une deuxieme 

couche de revetement de protection (52) disposant d'une 

face adhesivee. 

a. Precede selon la revendication 7, dans lequel les deux 

couches de revetement de protection f orment au depart une 

seule bande (40) de largeur double de ladite bande simple 

correspondant a une bobine de tickets et disposant d'une 

10 face adhesi vee recouverte d' un papier silicone, une bande 

de papier silicone (46) etant retiree dans un premier 

temps de la partie devant consti tuer la premiere couche 

de revetement de protection pour y coll er ladi te bande 

simple (54) . et le papier silicone etant ensuite 

15 entierement retire de ladi te bande de largeur double de 

sorte que celle-ci puisse etre repliee et collee sur 

ladi te bande simple et servir de deuxieme couche de. 

revetement de protection pour cette derniere apres que · 

les modules electroniques ont ete places dans lesdi ts 

20 evidements . 

. 9. Precede. selon l'une des revendications 6, 7 ou 8, 

comportant en outre les etapes suivantes de fabrication 

desdits modules electroniques. prealablement a l' etape c) 

25 de placement dans lesdits evidements : 

30 

Cl) imprimer par serigraphie ladite antenne (24) sur 

un support en papier (15), · 

C2) placer ledit circuit integre (22) sur ledit 

support en papier en le connectant entre les 

extremites de ladite antenne par collage ou soudage, 

C3) installer une coiffe (21) sur ledit module, ladite 

coiffe ayant la meme epaisseur que ledit circuit 

integre et comportant .· un evidement traversant a 

l'endroit dudit circuit integre, et 

I ltllHJ 1111~ lllJI ll~ll 11 ltll 
.. ' ... 
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C4) procedeJ:":·.a la lamipation a;.:::9haud dudit module 
electronique ~ecouvert de ladite ":~ciiffe de maniere a 
reduire.la resistance de ladite antenne. 

s 10. Precede selon la revendication 9, dans lequel l'etape 
de lamination a chaud. est effectuee avec une pression 
comprise entre 20 et 120 kg/cm 2 et a une temperature 
comprise entre 80° et 170°C. 

I 1111111 111111 111111111111 1111 . * C L M s * 


